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1. Was ist 3D-Elektronik ? 
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2. Welchen Nutzen bietet 3D-Elektronik 

Die räumliche Integration von  

 

 

 

 

bietet  neue Möglichkeiten, hochintegrierte und hochperfomante Produkte zu 
entwickeln.  

 

höhere Gestaltungsfreiheit - höhere Miniaturisierung - neue Funktion - 
höhere Zuverlässigkeit - Kostenoptimierung 

 

Neue Bauteile- und Trägertechnologien in Kombination mit modernen  
Produktionsverfahren ermöglichen solche Umsetzungen - jetzt auch für 
kleinere Serien.     

 

 

• Mechanik  

• Elektronik  

• Funktionen 

• Informatik 

 

  
  

  
 

 
 

Entwicklungen von Übermorgen:  

Studie Mercedes F125 

vollgestopft mit neuen Technologien 



• Verschachtelte Multi PCB´s 

 

Welche  3D-Techniken, welche Konstruktionen  



• Verschachtelte Multi PCB´s 

• Starrflex- und Semiflexleiterplatten 

Welche 3D-Techniken, welche Konstruktionen  



• Verschachtelte Multi PCB´s 

• Starrflex- und Semiflexleiterplatten 

• Flexleiterplatten 

 

Welche  3D-Techniken, welche Konstruktionen  



• Verschachtelte Multi PCB´s 

• Starrflex- und Semiflexleiterplatten 

• Flexleiterplatten 

• MID  - Spritzgegossene Bauteil- u. Verbindungsträger 

• Mehrdimensionale Stanzgitter  

 

Welche  3D-Techniken, welche Konstruktionen  



• Enge Kombination von mehreren Leiterplatten im Gehäuse 

• Kombination von  Elektromechanik und Elektronik 

• Integration von Leistungs- und Steuerelektronik 

• Embedded Components in Leiterplatten 

• LED-Lichttechnik und Optoelektronische Systeme 

3. Für welche Anwendungen benötigt:  



3, Für welche Anwendungen  
wird 3D-Elektronik benötigt: 

Bild: Bosch 



3, Für welche Anwendungen  
wird 3D-Elektronik benötigt: 

Bild: Bosch 



Interdisziplinäre Entwicklungs- & Konstruktionsaufgabe 



Interdisziplinäre Entwicklungs- & Konstruktionsaufgabe 

Bild: Bosch 



Interdisziplinäre Entwicklung- & Konstruktion 



• Haustechnik    hochfunktionale Bediengeräte 

• Sicherheitstechnik    elektronische Schlösser 

• Lichttechnik    LED Lichtsysteme, Leuchten 

• Sensorik, Analytic    Druck, Füllstand,  chem. Zustand 

• Optoelektronik    Lichtschranke, Kamerasysteme 

• Mobile Geräte    Handy, Smartphone, Notebook usw. 

• Automotive  Moderne Leistungselektronik 

• Computertechnik  3D-Chipmodule 
 

Automotive – Medizintechnik – Computer -  Industrieelektronik – Bahntechnik  

 

3D- Elektronik : Welche Geräte und Branchen 



3D-Electronic Design 
bei engen und verschachtelten Baugruppenanordnungen 

Mechanische Simulation von 
verschachtelten Einbauten 

3 Leiterplatten werden übereinander gesteckt, 
die Bauteile ragen gegenseitig in den anderen Bauraum 



3D-Electronic Design 
bei mobilen Geräten 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
     

Ê  3D Electronic Design 
      MID´s oder die Kombination von mechanischen und  
  elektrischen Bauteilen 

Spritzgegossene Schaltungsträger 
(Molded Interconnection Device) 
mit integrierten Leiterstrukturen 

MID für Motorradgriff (BMW) 



3D Electronic Design  
Kombinierte Elektronik von Signal- mit Hochspannung  
sowie Geräte mit ex-Schutz Anforderungen 

Dimmer für Schalterdose  
mit Bus Anbindung 
 



Integration von Leistungselektronik 

Energy Management System für Yachten 
 

• >200 % Steigerung von Funktion & Leistung 
• >100 % Reduzierung der Kosten 
• positive Umweltaspekte ! 



Komplexes Flex-Design mit  

42 gebogenen Elementen und 

  

42 x 3 = 126 Biegeparametern 

LED Anwendungen  Auto Rückleuchte 



Herkömmliche Arbeitsweise 
 

Gehäuse Konstruktion 

Dxf -Daten erzeugen 
Dxf Daten oder Zeichnung 

Leiterplatten Design 

Dxf-Import, 2D Bauteileplatzierung 

Leiterplattenkontur & 
Bauteileplatzierung 

Dxf o. idf Daten 
3D Kollisionsprüfung 

Datenimport,   3D Zuweisung 

Ggf. Änderung  v. Gehäuse, 
Leiterplatte, Bauteile 

Änderungen in Database  
übernehmen 

Layout Entflechtung 

m-CAD  Abteilung e-CAD  Abteilung 

Je Durchlauf des Datenaustauschs 

werden min. 3-4 Tage benötigt 

Dxf o. idf Daten zur Prüfung 

Bei jeder  Schaltungs- und 
Positionsänderung: erneute 

Prüfung in m-CAD erforderlich ! 



Neu: Simultane Entwicklung 

 

Gehäuse Konstruktion 
z.B. Solid Works 

Leiterplatten Design 
z.B. Mentor Expedition 

 

3D-CAD System 

 Bauteileplatzierung 

Routing 

 

m-CAD e-CAD 

•  Kollisionsprüfung ist im 3D-CAD System möglich 

•  Datenaustausch in Echtzeit – Änderungen sofort in beiden CAD Systemen sichtbar 

•  dadurch entstehen größere Gestaltungsmöglichkeiten 

•  Einfache Mechanikänderungen können vom Designer  direkt vorgenommen werden 

•  Der Designer kann die fertigen Leiterplattendaten in das m-CAD transferieren 



Í  3D-integrative Entwicklung 
    Neue Arbeitsweise 

Gehäuse Konstruktion 

z.B. Solid Works 
Binär Daten Leiterplatten Design 

Ableitungen aus 3D - Daten 

Leiterplattenkontur & 
Bauteileplatzierung 

3D Kollisionsprüfung 

Datenimport,   3D Zuweisung 

Ggf. Änderung  v. Gehäuse, 
Leiterplatte, Bauteile 

Änderungen in Database  
übernehmen 

Layout Entflechtung 

3D Modell der Gesamt ς 
Konstruktion inkl.  LP + .¢Ψǎ 

m-CAD  Abteilung e-CAD  Abteilung 

-kürzere Entwicklungszeit  
- weniger Redesign  
- First Time Right  

Online  Verbindung 



3D-integrative Entwicklung  
Flex (FPC) Faltung im Gehäuse konstruieren 

Sensoren, Aktoren und Stecker müssen mit den Leiterplatten auf engen 
Raum zuverlässig verbunden werden. 





3D-integrative Entwicklung  
Flex in ein bestehendes Gehäuse konstruieren 

Mobile Geräte haben oft die Anforderung, im möglichst kleinem 
Bauraum komplexe Elektronik und Verbindungen zu integrieren  





Î  3D-integrative Entwicklung  
     Beispiel: hochkomplexe Flexleiterplatte (FPC)  

Es entstehen komplexe Faltungen und Konturen 



mCAD ↔ eCAD  
Online Datenverbindung 

Konturübernahme in das eCAD-System 
Und Onlineverlinkung zwischen mCAD  eCAD 

Die direkte Kopplung zwischen Mechanik und Elektronik CAD eröffnet 
erweiterte Lösungen. In kürzester Zeit können komplexe Aufgabenstellungen 

präzise umgesetzt werden. 



Ansicht der Einbausituation  
Gefaltete Flexleiterplatte (FPC) im Gehäuse 

Gefaltete FPC zur Verbindung der Bedienungstasten, Schiebeschalter 
und der Ladebuchse zur Leiterplatte eines Handys 



Ansicht der Einbausituation  
gefalteter Flex im Gehäuse 

Leiterplatten und FPC´s sowie Verbindungen an Bedien- und Anzeigeteilen 
können vom Eelectronic Designer in das Gehäuse ein konstruiert werden! 
(ohne Unterstützung der mCAD Konstrukteure) 

4 verschiedene FPC´s  im Handy-Gehäuse übernehmen die komplette Verbindung 
aller Elemente zu den Leiterplatten 



• Die kombinierte, gleichzeitige (integrative) Konstruktion von eCAD und 
mCAD durch nur einen Entwickler ermöglicht neue und erweiterte 
Konzepte. 

• Besonders enge und komplexe Einbausituationen lassen sich jetzt sicher 
beherrschen, höhere Integrationsdichten sind möglich. 

• Eine neue Designfreiheit in der Gerätegestaltung wird möglich und bietet 
mehr Gestaltungsspielraum 

• Einbauuntersuchung von mehreren LP im Gerät = weniger Redesigns 

• Höhere Qualität durch präzise Passform 

• Der Elektronikdesigner kann autark arbeiten und benötigt nur 
Unterstützung von mCAD-Abteilung bei groben Änderungen des Gehäuses 

• Sondertechniken wie Flex- Starrflex oder Leistungselektronik sind besser 
umsetzbar, auch schon bei kleineren Seriengrößen 
 

    First time right     Time to market    Design for cost  

  

Zusammenfassung: 



Elektronik Design für miniaturisierte Geräte 

3D- Elektronik Lösungen auf Basis von MID oder Flex- Starrflex Leiterplatten 

3D - Design Service von GED 

GED- 

Service 

Beratung 

Test 

Produkt
ion 

Konstr
uktion 



3D - Design Service von GED 

1. Kollisionsprüfung bei komplexen und 

schwierigen Einbaubedingungen. 

 eCAD :  Mentor Expedition, PADS, Altium, u.a. 

 mCAD : Solid Works u. weitere 

2. ex-Schutz - Abstandsprüfungen auch 

Bauteilanschlüsse gegen Gehäuse. 

  Datenübernahme von allen CAD-Systemen mgl. 

3.   3D- Design für räumlich angeordnete 

Elektronikbaugruppen. 

 eCAD :  Mentor Expedition, PADS, Altium, u.a. 

 mCAD : Solid Works u. weitere 



GED Gesellschaft für Elektronik und Design mbH 
Pastoratsstraße 3 
53809 Ruppichteroth, bei Bonn Germany 
 
Phone:      +49 22 47 - 92 19 - 0 
Fax:          +49 22 47 - 92 19 - 50 
eMail:        ged@GED-PCB-MCM.de 
Internet:    www.GED-PCB-MCM.de 
 
Office:     Petra Severin        +49 2247  92 19-0 
Consulting:    Hanno Platz +49 2247  92 19 11 
    
Technical Office Lübeck:     +49 451  59 29 55-0 
Technical Office Thüringen:    +49 3660  36 35 19 
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